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文档修订历史


源码的解压和编译使用普通用户即可，无需使用sudo或root用户。


注意事项


1 源码获取

1.1 整包源码获取


版本
 PCBA版本
 修订内容
 修订
 审核
 日期


V1.0
 V1B
 创建文档
 FYZ
 IDO
 2023/04/06


V1.1
 V1B
 添加Kernel单独编译说明
 FYZ
 IDO
 2023/05/15


V1.2
 V1B
 添加解压和编译权限说明
 FYZ
 IDO
 2023/07/22


V1.3
 V1B
 添加补丁使用说明
 FYZ
 IDO
 2023/08/01


V1.4
 V1B
 优化文档
 LZR
 IDO
 2024/05/10


V1.5
 V1B
 添加PCBA版本说明
 FYZ
 JJM、

ZYY


2024/08/07


http://www.industio.cn/
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链接：https://pan.baidu.com/s/1fjz9hWrnqzjs70zcSt5A9A?pwd=1234 


提取码：1234 


获取源码命令如下：


结果如下图所示：


所有的补丁都是基于1.1中的sdk整包生成，补丁位于源码下载连接当中。


补丁的目录结构如下表所示：


打补丁的方法：


方法一：使用git am命令将指定的patch合并到原始sdk中；如果存在冲突的情况，请自行使用files

中的文件对比修改解决冲突后提交，命令如下：


方法二：将补丁中的files文件与sdk根目录对比替换原sdk中的内容。


推荐编译主机配置如下：


1. Ubuntu22.04 操作系统


1.2 补丁获取及使用方法


●

●

2 开发环境配置


cat purple_pi_android11.tar.gza* | tar -xz -C target_path1

Bash

文件
 说明


xxx.patch
 补丁


files
 按sdk目录结构放置xxx.patch补丁修改后的文件


readme.txt
 打补丁的方法和编译说明


cd your/sdk/root/path/
git am --whitespace=fix  xxx.patch

1
2

Shell

https://pan.baidu.com/s/1fjz9hWrnqzjs70zcSt5A9A?pwd=1234
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2. 64 位 CPU


3. 16GB 物理内存+交换内存


4. 250GB 空闲的磁盘空间


开发环境搭建，请参考SDK根目录下

RKDocs\android\Rockchip_Developer_Guide_Android11_SDK_V1.1.6_CN.pdf文档中的 附录 A 编译

开发环境搭建，安装OpenJDK 8和一些编译依赖软件，Ubuntu22.04通用软件安装包，命令如下：


结果如下图所示：


3 SDK编译


$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev libesd-jav
a \
squashfs-tools build-essential zip curl libncurses-dev zlib1g-dev \
pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils xsltproc lzop libc6-dev schedtool 
g++-multilib \
lib32ncurses5-dev lib32readline-dev gcc-multilib libswitch-perl libssl-dev 

1
2

3
4
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Bash
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进入 sdk 根目录命令如下：


结果如下图所示：


uboot编译成功结果如下图所示：


内核配置文件路径：kernel/arch/arm64/configs/rockchip_purple_pi_3566_defconfig


设备树文件路径：kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/


内核配置及设备树文件名，如下表所示：


以编译HDMI屏内核为例，编译命令如下：


3.1 uboot编译步骤


3.2 kernel编译步骤


$ cd u-boot
$ ./make.sh rk3566

1
2

Shell

序号
 文件名
 功能说明


1
 ido-pi-oh3566-v1.dts
 显示为hdmi


2
 ido-pi-oh3566-v1-dsi0-mipi.dts
 显示为MIPI 
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编译结果如下图所示：


注意：如果编译提示选择io_domain电压，vccio4和vccio5选择1.8v，其它选择3.3v。以上方式编译完

成后，kernel目录生成的boot.img文件不能直接烧录。需要使用build.sh -K 命令来编译kernel，编译后

烧写rockdev/Image-rk3566_r/boot.img。单独编译kernel生成可直接烧录的boot.img。此处的编译方

法的前提已存在rockdev/Image-rk3566_r/boot.img文件（即Android代码已经完全编译过一次或者执

行过build.sh -K）。


编译的原理：在kernel目录下将编译生成的 kernel.img 和 resource.img 替换到旧的 boot.img 中，命

令如下：


$ cd kernel 
$ make ARCH=arm64 rockchip_purple_pi_3566_defconfig rk356x_evb.config andro
id-11.config
$ make ARCH=arm64 ido-pi-oh3566-v1.img -j10

1
2

3

Shell

$ cd kernel 
$ make ARCH=arm64 rockchip_purple_pi_3566_defconfig rk356x_evb.config andro
id-11.config
$ make ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3566_r/boot.img ido-pi-oh3566
-v1.img -j10

1
2

3

Shell
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kernel编译结果，如下图所示：

使用此方法编译出kernel/boot.img文件可以直接用于烧录至boot分区。


结果如下图所示：


Android编译成功结果如下图所示：


3.3 Android编译及固件生成步骤


$ source build/envsetup.sh
$ lunch rk3566_r-userdebug
$ make -j10

1
2
3

Shell
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版本选择：lunch rk3566_r-user


需要编译内核选择的屏幕修改Android主显和系统方向，如下表所示：

编译完成后，执行 SDK 根目录下的 mkimage.sh 脚本生成固件，所有烧写所需的各分区镜像将都

rockdev/Image-rk3566_r/目录下，命令如下：

结果如下图所示：


3.4  固件打包


屏幕
 系统配置参数修改


HDMI


device/rockchip/rk356x/rk3566_r/rk3566_r.mk


PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.primary=HDMI-A-1


device/rockchip/rk356x/BoardConfig.mk


SF_PRIMARY_DISPLAY_ORIENTATION := 0


●

●

MIPI


device/rockchip/rk356x/rk3566_r/rk3566_r.mk


PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.primary=DSI


device/rockchip/rk356x/BoardConfig.mk


SF_PRIMARY_DISPLAY_ORIENTATION := 270


●

●

$ ./mkimage.sh 1

Shell
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将所有分区镜像合并成单个的镜像，命令如下：


结果如下图所示：


$ cd RKTools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev/
$ ./mkupdate_rk356x.sh

1
2

Bash
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执行mkupdate_rk356x.sh 命令后会将各分区镜像合并成一个update.img 的镜像文件，如下图所示：



